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Zusammenf assung 




Elektrcpnisches Bauelement mit flexiblen Kontaktierungsstiellen 

Beschrieben wird ein elektronisches 'Bauelement mit einer 
elektronischen Schaltung sowie elektrischen Kontakten (1) zu- 
mindest auf einer ersten Oberflache (2) des elektronischen 
Bauelements zur Kontaktierung der elektronischen" Schaltung, 
wobei 

auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhe- 
bung (3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und 
zumindest ein elektrischer. Kontakt (!) auf der zumindest ei- 
nen flexiblen Erhebung (3) angeordnet ist und 
ein Leitungspfad (8) auf der Oberflache oder im Inneren der 
flexiblen Erhebung (3) zwischen dem zumindest einen elektri- 
schen Kontakt (l).-und der elektronischen Schaltung angeordnet 
ist* 
Figur 5 
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Beschreibung 

Elektronisch.es Bauelement mit flexiblen Kontaktierungsstellen 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
ment mit einer elektronischen Schaltung sowie elektrischen 
Kontakten zumindest auf einer ersten Oberflache des elektro- 
nischen Bauelements, die zur Kontaktierung der elektronischen 
Schaltung dienen. Problematisch bei einer Kontaktierung die- 
ser Bauelemente, beispielsweise uber Lotkiigeln, Kontaktstif te 
pder direkte Lotverbindungen zwischen dem elektronischen Bau- 
element und einem Trager, auf den das Bauelement montiert - 
werdeh soil, ist dabei, daB es bei thermischer Beanspruchung 
zu einer unterschiedlichen Langenausdehnung des elektroni- 
schen Bauelements und des Tragers kommen kann. Folge sind me- 
chanische Spannungen an den Lotverbindungen zwischen dem Tra- 
ger und dem elektronischen Bauelement. Solche Spannungen koh- 
nen j.edoch auch durch andere, . mechanische Belastungen des 
Bauelements oder des Tragers auftreten. Eine Folge dieser 
Spannungen ist die Gefahr einer Beschadigung oder' Zerstorung 
der Lotverbindungen zwischen dem Bauelement und dem Trager. 

Aus dem Stand der Technik ist aus US 5,685,885 bekannt, elek- 
trische Kontakte auf einer flexiblen Schicht anzuordnen. Die- 
se erweist sich jedoch als nicht ausreichend elastisch, urn . 
die auftretenden mechanischen Spannungen optimal aufzunehmen, 
Aulierdem ist die Herstellung von Bauelementen mit der dort 
offenbarten Schicht relativ aufwendig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein. elektro- 
nisches Bauelement bereitzustellen, das unempf indlicher gegen 
mechanische Spannungen im Bereich der elektrischen Kontakte, 
ist. " • * 

Diese Aufgabe wird gelost durch die Merkmale der Patentan- 
spruche 1 und 8 . 
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Erf indungsgemafi ist vorgesehen, dafi auf der ersten Oberflache 
des elektronischen Bauelementes, auf der die elektrischen 
Kontakte des Bauelementes angeordnet sind, zumindest eine 
flexible Erhebung aus eixiem xsolierenden Material vorgesehen 
5 ist, . wobei zumindest ein elektrischer Kontakt auf der, zumin- 
dest einen flexiblen Erhebung angeordnet ist. Man erreicht 
damit eine elastische Anbringung der elektrischen Kontakte 
auf dem elektronischen Bauelement, so daJ5 bei einer thermi- 
schen oder mechanischen Beanspruchung des Bauelements die 
10 entsprechenden Spannungen durch die flexible Erhebung auf ge- 
fangen werden. Dies ist bei einer Erhebung, im Gegensatz zu 
einer durchgehenden Schicht nach dem Stand der Technik, viel 
^JP^ besser moglich, da die Erhebung eine groBere Bewegungsf rei- 
heit aufweist und daher grofiere Toleranzen ausgleichen kann. 
15 - 

Eine besondere Bedeutung hat diese erf indungsgemafie Anordnung 
bei elektronischen Bauelementen, deren Grofie weitgehend der 
GroBe der elektronischen Schaltung, bzw. des Schaltungschips 
des Bauelementes entspricht, also bei sogenannten Chip-Size- 
20 Bauelementen. Da hier aufier der elektronischen Schaltung bzw. 
aufier dem Schaltungschip praktisch keine weiteren Gehauseele- 
mente vorgesehen sind, die Spannungen am elektronischen Bau- 
element abfangen konnen, besteht bei solchen Bauelementen ei- 
ne besonders hohe Gefahr der Beschadigung oder Zerstorung der 
2-5 elektrischen Kontakte. Gerade in solch einem Fall kann durch 
eine flexible Erhebung, wie sie erf indungsgemafi vorgeschlagen 
wird, das Auftreten zu hoher mechanischer Spannungen vermie- - 
den werden und somit die Betriebssicherheit des Bauelements 
garantiert- werden. 

30 

Die elektrischen Kontakte des elektronischen Bauelements sind 
somit auf einer flexiblen Erhebung angeordnet, die die auf- 
tretenden mechanischen Spannungen ausgleicht. Urn eine leiten- 
de Verbindung zu einem elektrischen Kontakt auf einer Erhe- 
35 bung her zustellen, kann beispielsweise vorgesehen sein, dafi . 
ein Leitungspfad auf der Oberflache der flexiblen Erhebung 
zwischen dem elektrischen Kontakt und der elektronischen 



to 



0 



,GR 99 P 2053 



3 

Schaltung angeordnet ist. Die elektironische Schaltung kann 
beispielsweise direkt an die flexible Erhebung angrenzen, es 
kann jedoch auch vorgesehen sein, dafl zwischen der flexiblen 
Erhebung und der elektronischen Schaltung noch zusatzliche 
Leiterzuge angeordnet sind, so dafi die. flexible Erhebung von 
der elektronischen Schaltung beabstandet angeordnet werden 
kann. Als Alternative zu einem Leitungspfad auf der Oberfla- 
che der flexiblen Erhebung kann auch ein Leitungspfad im In- 
neren der flexiblen Erhebung zwischen dem.elektrischen Kon- 
takt und der elektronischen Schaltung angeordnet sein. Die 
leitende Verbindung wird somit ausgehend von dem elektrischen 
Kontakt auf der flexiblen Erhebung durch die flexible Erhe- 
bung hindurch und zu der elektronischen Schaltung hin ge- . 
ftihrt. Grundsatzlich kann auch die gesamte flexible Erhebung 
aus einem flexiblen und elektrisch leitfahigen Material her- 
gestellt sein, so dafi die leitende Verbindung nicht durch ei- 
nen separaten Leitungspfad aus einem anderen Material, son- 
dern durch das flexible Material selbst hergestellt wird. 
Hierzu sind jedoch sehr spezifische Materialien notig, die 
die Auswahl an flexiblen Materialien und deren Zusammenset- 
zung einschranken. AuBerdem sind solche Materialien in der 
Regel hochohmiger als ein reines Leitungsmaterial, welches 
einen Leitungspfad bildet. Bei der erf indungsgemafien Losung 
ist somit eine separate Optimierung des flexiblen Verhaltens 
und des Leitungsverhaltens der Erhebung moglich. 

Sofern weitere Leiterzuge zwis.chen der elektronischen Schal- 
tung und der flexiblen . Erhebung vorgesehen sind, konnen diese 
auf einer isolierenden Schicht, die zumindest teilweise die 
erste Oberflache des elektronischen Bauelementes bedeckt, an- 
geordnet sein, ;wobei die isolierende Schicht an die flexible 
Erhebung angrenzt. Dies hat den Vorteil, daii eine Strukturie r 
rung der Leiterzuge beispielsweise durch eine indirekte 
Strukturierung, namlich durch eine Strukturierung der isolie- 
renden Schicht, erfolgen kann. 
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Das elektronische Bauelement kann grundsatzlich in jeder ge- . 
eigneten, verwendbaren Form ausgebildet sein. So kann das 
Bauelement beispielsweise ein Halbleiterbauelement oder ein 
Polymerbauelement sein. Auch der elektrische Kontakt auf der 
5 flexiblen Erhebung kann beliebig ausgebildet und an die je- 
weilige spezielle Verwendung des elektronischen Bauelementes 
• angepalit werden. So kann der elektrische Kontakt beispieis- * 
weise durch eine leitende Schicht, einen leitenden Stift oder 
eine leitende Kugel gebildet werden. 

10 

Die Aufbringung der flexiblen Erhebung auf das elektronische 
Bauelement erfolgt bevorzugt durch einen Druckprozefi, der 

^ einfach und kostengunstig durchfuhrbar ist. Die Anf orderungen 
an die Festigungstoleranzen fur solche Erhebungen werden. 

15 durch die heute technisch moglichen Druckprozesse erfullt. 
Ebenso kann auch die Aufbringung der isolierenden Schicht 
durch einen Druckprozefi erfolgen. Das leitende Material zur 
Herstellung der Leiterzlige bzw. der Leitungspf ade und der 
elektrischen Kontakte kann durch ubliche Verfahren,. wie bei- 

20 spielsweise Sputtermetallisierung oder chemische Metallisie- 
rung auf die flexible Erhebung bzw. auf die isolierende 
Schicht aufgebracht werden. Spezielle Verfahren hierzu sind 
in WO 98/55 669 und WO 99/05 895 beschrieben, wobei zunachst 
eine Keimbildung in einer isolierenden Schicht erfolgt und 

2/5 anschlieflend eine Metallisierung dieser Bereiche erfolgt.' Als 
Alternative zu diesen Verfahren aus dem Stand der Technik 
kann vorgesehen werden, dafi durch eine Laserbehandlung der 
Oberflache der flexiblen Erhebung und gegebenenf alls auch der 
flexiblen Schicht oder durch ein anderes geeignetes Verfahren 

30 eine Aufrauhung dieser Oberflache erfolgt, die dem sp^ter 
auf zutragenden leitenden Material 'der Metallisierung eine 
bessere Haftung bietet. Es kann dabei auch vorgesehen werden, 
daft vor den Aufbringen der Metallisierung und nach der Ober- 
f lachenauf rauhung Metallkeime, oder andere geeignete Keime auf 

35 die rauhe Oberflache aufgebracht werden, die aus jedem geeig- 
neten Material bestehen konnen, z.B. aus Palladium. 
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Spezielle Ausf lihrungsf ormen der vorliegenden Erfindung werden 
nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 7 erlautert. Hierbei 
wird beispielhaft auf ein Chipsize-Halbleiterbauelement Bezug 
genommen. 

5 

Es zeigen: 

Halbleiterchip nach Aufdrucken einer isolierenden 
Schieht. 

Halbleiterchip nach Figur 1 nach Aufdrucken einer 
flexiblen Erhebung. 

Halbleiterchip nach Figur 2 riach Aufbringen einer * 
ersten Metallisierung . 

Halbleiterchip nach Figur 3* nach Aufbringen. einer 
zweiten Metallisierung. 

Halbleiterchip nach Figur 4 nach Aufbringen einer 
Lotkugel auf die Kontaktstelle . 

Gesamtansicht eines Bauelements nach Figur 5. * 

Alternative Ausf uhrungsf orm der leitenden Verbindung 
zu Figuren 3 und 4. 

In. den Figuren- 1 bis 5 wird beispielhaft die Herstellung ei- 
nes elektronischen Bauelementes erlautert, das eine erfin- 

30 dungsgemafie flexible Erhebung aufweist. Wie Figur 1 zeigt, 

wird dabei zunachst auf einen Halbleiterchip 6, der in Figur 
1 ausschnitthaft dargestellt 1st, eine isolierende Schieht 7 
aufgebracht, die eine erste Oberflache 2 des Halbleiterchips 
6 zumindest teilweise bedeckt. Das Aufbringen und Strukturie- 

35 ' ren dieser isolierenden Schieht 7 kann dabei durch ubliche 

Verfahren erfolgen, idealerweise wird jedoch ein Druckverfah- 



t Figur 1: 

10 

Figur 2: 

X* 

Figur 3 : 

15 • 

Figur 4: 
20 Figur 5: 



Figur 6: 
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6 • 
ren verwendet, das einfach und kostengunstig durchfuhrbar 
ist. 

Wie Figur 2 zeigt, wird anschliefiend eine flexible Erhebung 3 
auf den Halbleiterchip 6 im Bereich seiner ersten Oberflache 
2 aufgebracht, wobei die flexible Erhebung 3 auf oder neben 
der isolierenden Schicht angeordnet sein kann. 

Es kann nun eine Auf rauhung der Oberflache der f lexiblen Er- 
hebung 3 und der isolierenden Schicht 7 mit Hilfe eines La- 
sers in denjenigen Bereichen erfolgen, in denen in einera spa- 
tereri Schritt Leitungspf ade 8 und Leiterzuge 4 gebildet wer- 
den sollen. Dies ist durch die senkrechten Pfeile in Figur 2 
angedeutet. Die rauhe Oberflache sorgt dabei insbesondere fur 
eine bessere Haftung des leitenden. Materials der Leitungspfa- 
de 8 und Leiterzuge 4 auf den jeweiligen Oberflachen. 

AnschlieBend wird eine Metallisierung auf die Oberflache der 
f lexiblen Erhebung 3 sowie auf die Oberflache der isolieren- 
den Schicht 7 aufgebracht. Diese Metallisierung kann be i- 
spielsweise, wie Figuren 3 und 4 zeigen, in zwei Schritten 
erfolgen, wobei zunachst • eine erste Grundmetallisierung 4a, 
8a erzeugt wird oder eine Abscheidung von Keimen 4a, 8a auf 
der Oberflache erfolgt, welche jeweils zur Bildung von Lei- 
terzugen auf der isolierenden Schicht und einem Leitungspf ad 
auf der f lexiblen Erhebung dienen. Die Keime~ konnen aus jedem 
geeigneten Material wie beispielsweise Palladium bestehen. 
AnschlieBend erfolgt eine endgultige Metallisierung 4b, 8b 
zur endgultigen Herstellung der Leiterzuge und Leitungspf ade . 
Diese Metallisierung bildet bereits^ auf der flexib'len Erhe- 
bung eihen elektrischen Kontakt 1, tiber den die Kontaktierung 
des elektronischen Bauelementes erfolgen kann. Wie Figur 5 
zeigt, kann jedoch als Alternative vorgesehen werden, daB zu- 
satzlich eine Lotkugel 5 aUf der flexiblen Erhebung 3 ange- , 
bracht wird, die dann den elektrischen Kontakt 1 bildet. 
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Figur 6 zeigt schematise*! einen Gesamtquerschnitt des elek- 
tronischen Bauelements, wobei in diesem Fall die flexiblen 
Erhebungen 3 am Rand des elektronischen Bauelementes darge- 
stellt sind und die Leiterziige 4 zu den entsprechenden An- 
schlussen einer nicht dargestellten elektronischen Schaltung 
im Halbleiterchip 6 fuhren. Die Erhebungen 3 konnen jedoch 
auch in geeigneter, Weise uber die gesamte erste Oberf lache 2 
verteilt angeordnet werden. 

In Figur 7 ist eine Alternative zu den Leitungspf aden der Fi- 
guren 3 und 4 dargestellt, Wobei hier ein Leitungspf ad 9 
durch die flexible Erhebung 3 hindurchfuhrt . Eine solche An- 
ordnung kann beispielsweise dadurch hergestellt werden, da!3 
zunachst, wie in Figur 1, eine isolier.ende Schicht 7 auf den 
Halbleiterchip 6 aufgebracht wird. Anschliefiend erfolgt be- 
reits eine Metallisierung z.ur Herstellung von Leiterzugen 4 
auf der isolierenden Schicht 7. Erst dann erfolgt die Auf- 
bringung der flexiblen Erhebung 3/ beispielsweise durch einen 
DruckprozeB. Schlielilich erfolgt die Bildung eines Leitungs- 
pfades 9 im Inneren der flexiblen Erhebung 3, beispielsweise 
durch eine Lasers.trukturierung ausgehend von der Oberflache 
der flexiblen Erhebung 3 und eine anschliefiende Metallisie- 
rung. 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement mit einer elektronischen Schal- 
tung sowie elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer 
ersten Oberflache (2) des elektronischen Bauelements zur 
Kontaktierung der elektronischen Schaltung, 

wobei ■ 

auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhe- 
bung (3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und 
zumindest ein elektrischer Kontakt (1) auf der zumindest ei- 
nen fldxiblen Erhebung (3) angeordnet ist und 
ein Leitungspfad (8) auf der Oberflache der flexiblen Erhe- 
bung (3) zwischen dem zumindest einen elektrischen Kontakt 
(1) und der elektronischen Schaltung angeordnet ist. 

2. Elektronisches Bauelement mit einer elektronischen Schal- 
tung sowie elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer 
ersten Oberflache (2) des elektronischen Bauelements zur 
Kontaktierung der elektronischen Schaltung, ' 

wobei 

auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhe- 
bung (3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und 
zumindest ein elektrischer Kontakt (1) auf der zumindest ei- 
nen flexiblen Erhebung (3) angeordnet ist und 
ein Leitungspfad (9) im Inneren der flexiblen Erhebung (3) 
zwischen dem zumindest einen elektrischen Kontakt (1) und der 
elektronischen Schaltung angeordnet 1st. 

3. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 
2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB eine isolierende Schicht (7) zumindest teilweise die er- * 
ste Oberflache (2) bedeckt und an die flexible Erhebung (3) 
angrenzt und . c 

Leiterziige (4) auf der isolierenden Schicht angeordnet sind, 
die eine leitende Verbindung zwischen der flexiblen Erhebung 
(3) und der elektronischen Schaltung bilden. 
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4. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
3,' . ' X ' 

dadurch gekennzeichnet , 

dafi das elektronische Bauelement ein Halbleiterbauelement 
ist . 

5. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi das. elektronische Bauelement ein Polymerbauelement ist. 

6. Elektronisches .Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 

' 5, . - ; ; 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi der elektrische Kontakt (1) durch eine leitende Schicht,* 
einen leitenden Stift oder eine leitende Kugel (5) gebildet 
wird. 

7. Verfahren zur Herstellung .eines elektronisches Bauelements 
■ nach einem der Arispriiche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Aufbringung der flexiblen Erhebung (3) durch einen 
Druckprozefi erfolgt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi nach dem Aufbringen der flexiblen Erhebung (3) eine Auf- 
rauhung der Oberflache der Erhebung (3) zumindest im Bereich 
der spateren Leitungspf ade (8) erfolgt, insbesondere mit Hil^ 
f e eines Lasers . 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi nach der Aufrauhung der Oberflache der flexiblen Erhebung 
(3) und vor dem Aufbringen eines leitenden Materials zur Bil- 
dung von Leitungspf aden (8),auf der Oberflache der Erhebung 



GR 99 P 2 053 



• * • • • 

• • • • • mm 

• • • • • »< 

• » • » 



10 

(3) eine Abscheidung von Keimen auf der Oberflache der Erhe- 
bung (3) erfolgt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Keime aus Palladium bestehen. 

11. Verfahren nach einem der Ansprtiche .8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 dafi die Bildung der Leitungspf ade (8) auf der Oberflache der 
Erhebung (3) durch die Abscheidung eines leitenden Materials 
auf der auf gerauhten Oberflache erfolgt. 



12. Verfahren nach einem der . Ansprtiche 7 bis 11, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Aufbringung der isolierenden Schicht (7) ebenfalls 
durch einen DruckprozeB erfolgt* 

13. Verfahren nach. einem der Ansprtiche 7 bis 12, 
* 2 0 dadurch gekennzeichnet, 

dafi-auch eine Aufrauhung der Oberflache, der isolierenden 
Schicht (7) zumindest im Bereich von zu bildenden Leiterztigen 
(4) erfolgt, insbesondere mit Hilfe eines Lasers. 

//^^^ 14 , N Verf ahren nach Anspruch 13, 

-^m dadurch gekennzeichnet, 

dafi nach der Aufrauhung der Oberflache der isolierenden 
Schicht (7) und vor dem Aufbringen eines leitenden Materials 
ziir Bildung von Leitungspf aden (8) auf der Oberflache der 
30 isolierenden Schicht (7) eine Abscheidung von Keimen auf. der 
Oberflache der isolierenden Schicht (7) erfolgt. 

15 . Verf ahreri nach Anspruch 14, 
dadurch gekehnzeichnet , 
35 daB die Keime aus Palladium bestehen. • 



